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캐리어 극박 동박 표면 및 계면 특성평가에 관한 연구

An evaluation method on the surface and interface characteristics of ultra-thin carrier copper foil
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초 록 : 본 연구는 금속 캐리어 소재상에 화학 동도금(Chemical Copper)으로 형성된 극박 동박 표면 및 석출막의 특성을 
평가하기 위하여 다양한 진공 분석장비들을 활용하여 평가한 결과이다. 연구에 사용된 극박 동박은 현재 캐리어박 선점률
이 높은 M, J, Y사의 제품이다. 최상층 구리 표면에서 조직, 조성, 표면조도를 평가하였고, 계면 평가에서는 copper layer 
및 nodule layer, adhesion layer, anti-corrosion layer, release layer, substrate에서의 물성 및 특성 정밀평가 결과 각 특성
치 및 구조는 Cr, Zn, Ni, Co, Cr계 thermal anti layer임의 확인이 가능하였다. 

1. 서론 

최근 전자부품의 고집적화, 소형화, 경량화에 따라 R/F-PCB용 동박의 추세 또한 협피치화이다. 요구와 필요성이 지속되면
서 고부가 제품으로의 협피치 대응에 대한 새로운 기법들이 연구되고 있다. SAP(semi additive)대응을 위한 캐리어층에 박
리층을 매개로 동박층을 형성시킨 캐리어 부착 극박동박 소재가 각광받고 있으며 근래 협피치화 고속성장 추세에 대응하
기 위한 지속적인 연구가 진행되고 있다.1)2)

2. 본론

본 연구 평가에 사용된 극박동박은 현재 캐리어박 선점률이 높은 국외 M사와 J사, 국내 Y사의 제품을 대상으로 하였으며, 
표면과 단면에 대한 물성 및 특성을 평가하였다. 표면조직(morphology) 및 조도, 두께, 결정구조(crystal structure), 결정크
기(crystallite size), 잔류응력(residual stress) 등을 기본적으로 평가하였으며, 특히 Cu nodule층 및 silane coupling agent 층
에 대한 분석과 각 층간 극박층으로 존재하는 adhesion층, 녹방지를 위한 anti corrosion층 및 release 이형층에 대하여 평
가하였다. Fig.1에는 극박동박 제품의 구조를 나타내었고, Fig.2에는 Cu nodule 표면에서 ESCA 장비를 통하여 depth 
profiling한 단면구조 분석 결과이다. 

Fig. 1. Structure of copper metal carrier foil

    

Fig. 2. Results of depth profile Cu carrier film

3. 결론 

일반적으로 Cu nodulation 후 후막층으로 thermal barrier층, anti corrosion층이 처리되고 마지막으로 화학적 결합력을 강화
시키기 위하여 silane coupling agent 층들을 수 nm 두께 이하로 처리한다고 알려져 있다.3) 조면화동 표면 거칠기는 Ra 0.5
㎛수준, Cu crystal structure 111/200/220, crystal size는 47㎚(±5), 잔류응력 23.9±3.1Mpa의 물성값을 보였다. Layer 단면 
평가결과 Cu nodule size는 0.5~1㎛수준, Cu 두께는 1.5um수준, release layer는 200nm 수준을 보였다. Interface 평가에서
는 release층과 Cu층간 Cr, Ni, Si, Ti가 구성되있고, 거칠기는 Ra 0.5~0.7㎛ 수준이었다. 조면화 copper 상부 후막층은 Cr, 
Zn, Ni계 및 Ni, Co, Cr계의 thermal, anti layer임을 알 수 있고, C, O이외 Si, Cl, S 검출로부터 silane coupling agent 처리
여부를 판단할 수 있었다. 
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